TECHNOLOGIEANGEBOT INNOVENT e.V. Referenz-Nr. OFT-041

Branchen: Automotive, Elektroindustrie, Energie, Life Science, Plasmatechnik

Atmospharendruckplasma zur Reduktion oxid- und sulfidhaltiger INNOVENT
Metalloberflachen
Transferangebot

Metallische Oberflachen aus Kupfer oder Silber neigen unter Umgebungsbedingungen zur Bildung von Oxid- bzw. Sulfidschichten. Diese
Beldge konnen die elektrische Leitfahigkeit sowie die L6t- und Kontaktierfdhigkeit erheblich beeintrachtigen und dadurch die
Prozesssicherheit sowie die Zuverldssigkeit elektronischer Baugruppen und Verbindungssysteme verringern. Konventionelle Verfahren
zur Entfernung solcher Schichten beruhen haufig auf nasschemischen Reinigungsprozessen, thermischen Behandlungen oder
Vakuumtechnik und sind daher mit erhohtem apparativem, energetischem oder umweltrelevantem Aufwand verbunden. INNOVENT
bietet ein inlinefahiges Verfahren unter Atmosphdrendruck zur Reduktion oxid- und sulfidhaltiger Metalloberflachen an. Die
Technologie ermoglicht die Wiederherstellung metallisch aktiver Oberflaichen und schafft damit die Grundlage fir robuste und
ressourcenschonende Fertigungsprozesse.

Losung

Zur gezielten Reduktion oxid- und sulfidhaltiger Metalloberflichen wird ein Atmosphdrendruck-Plasmajet mit Formiergas
(N, / H,) eingesetzt. Mit dem Verfahren kénnen Kupferoxide und Silbersulfide gezielt in metallisch aktive Oberflachen Uberfiihrt
werden, zum Beispiel zur Vorbereitung von behandelten Bauteilen fiir nachfolgende Prozessschritte wie Loten, Kontaktieren oder
Figen. Die Behandlung erfolgt unter Umgebungsbedingungen und kann {ber relevante Prozessparameter wie Leistung,
Vorschubgeschwindigkeit und Anzahl der Uberfahrten an unterschiedliche Schichtsysteme und Bauteilgeometrien angepasst werden.
Damit steht ein flexibel einstellbares plasmatechnisches Verfahren fiir die Integration in industrielle Prozesse der Elektronik- und
Verbindungstechnik zur Verfiigung.
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Vorteile Entwicklungsstand und Schutzrechte
= Chemikalienarme Reduktion von Oxid- und Sulfidschichten = Atmospharendruck-Plasmabehandlung zur Reduktion
» Prozessfilhrung unter Atmosphirendruck ohne von Kupferoxid und Silbersulfidschichten bis ca. 100 nm
Vakuumequipment erfolgreich demonstriert
» Gute Integrationsfihigkeit in bestehende Inline- und * Charakterisierung der Oberflacheneigenschaften mittels
Serienprozesse Ellipsometrie, 4-Punkt-Flachenwiderstandsmessung,

= Wiederherstellung elektrisch und funktional nutzbarer Konfokalmlliroskop|e, REM und XPS
Metalloberflichen = Potenzielle Ubertragbarkeit auf weitere metallische

Oberflachen wie Zinn
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